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  الآیة
  :قال تعالى

  بسم الله الرحمن الرحیم

  

  

﴿ ُ َّ اتِ  الله َ او َ م السَّ ُ ُور ِ  ن ض ْ ر َ ْ الأ َ ۚ و لُ  ◌ َ ث َ هِ  م ِ ور ُ احٌ  ن َ ب صْ َا مِ اةٍ فیِھ َ ك ْ ش مِ َ ۖ ك احُ فيِ ◌ َ ب صْ مِ ْ ةٍ  ال َ اج َ ج ُ ۖ ز ◌ 

 ُ ة َ اج َ ج ُّ ا  الز َ ھ َّ ن َ أ َ َبٌ ك ك ْ و َ يٌّ  ك ِّ ر ُ َدُ د ْ  یُوق ن ةٍ مِ َ ر َ َج ةٍ  ش َ ك َ ار َ ب ةٍ  مُ َ ون ُ ت ْ ی َ َ  ز َّةٍ لا قیِ ْ ر َ َ  ش لا َ یَّةٍ و ِ ب ْ ر َ ا غ َ ھ ُ ت ْ ی َ ز ُ اد َ ك َ  ی

يءُ  ِ ْ  یُض م َ ْ ل َو ل َ ھُ و ْ س َ س ْ م َ ارٌ  ت َ ۚ ن ُورٌ  ◌ َى ن ل َ ٰ ع ◌ ٍ ُور ۗ ن دِي ◌ ھْ َ ُ  ی َّ هِ  الله ِ ور ُ ْ  لنِ ن َ اءُ م َ ش َ ۚ ی بُ ◌ ِ ر َضْ ی َ َّ  و  الله

الَ  َ ث ْ م َ ْ الأ ُ ◌  ِ اس َّ ۗ لِلن ◌  ُ َّ الله َ لِّ  و ُ ك ِ ءٍ ب ْ ي َ ٌ  ش لیِم َ   ﴾ع
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Abstract (English) 
 
 

In this study electroplating of Iron with Copper on different electroplating 
conduction were studied concentration of Copper, current, density, time and 
PH were carried out to investigate the relation between the Wight, density of 
Copperelectrodeposition.  
  From the above systematic investigation the suitable conditions for Copper 
electroplating were found as follow: 
PH(4), Concentration of Copper sulphate in bath(0.08)M, 
Current(0.06)A/cm2, Time to be plated(20)min. (in room temperature) 
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, CuSO4في عده ظروف من الطلاء مثل تركیز , ھذا البحث تم دراسھ الطلاء الكھربي للنحاس على سطح من الحدیدفي 

و ذلك للتعرف على العلاقھ بین الوزن والكثافھ لطبقھ الطلاء بالنسبھ للظروف , درجھ الحراره و زمن الطلاء , الكثافھ, التیار
  .السابقھ

  :ن الظروف المناسبھ لعملیھ الطلاء كانتوقد وجد ا

PH(4) ,تركیزCuSO4(0.08)M ,(0.06)التیارA/cm2  , في درجھ حراره الغرفھ(, دقیقھ (20)الوقت الانسب للطلاء.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


